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Temperatur-Anlegesensor
@ Temperatur-Anlegesensor fir die elektrische Messung '| 2 3 4 5

von Oberflachentemperaturen, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens ein thermoelektrisches Wandlerelement
in einem gegossenen elastischen Silikonkautschukblock
eingebettet ist, der gleichzeitig dessen wéarmeleitende

Kontaktflache bildet.
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Temperatur-Anlegesensor

Die Erfindung betrifft das Gebiet der elektrischen Erfassung von
Temperaturen auf Oberflachen fester Kdrper, insbesondere zur
Ferniberwachung, Steuerung und Regelung von Prozessen, in denen eine
kontinuierliche Erfassung der Oberflichentemperatur von Rohrleitungen,

GefaBlen, Heiz- und Kihlelementen oder sonstigen Gegenstanden gefordert

ist.

Allen bekannten konstruktiven Ausfilhrungsformen ist gemeinsam, dass das
eigentliche elektrische Wandlerelement, z.B. eine temperaturabhdngige
Metalllegierung oder ein Halbleiter, in ein festes Gehiuse integriert
ist, das entweder einzeln gefertigt wurde, um das Wandlerelement
anschlieBend eingesetzt zu bekommen, oder zusammen mit dem

Wandlerelement unter Zuhilfenahme einer Form gegossen wurde.

Alle diese Ausfithrungsformen haben den Nachteil, dass einerseits ein
vergleichsweise hoher technologischer Aufwand zur Herstellung
erforderlich ist und andererseits stets Hilfsmittel zur Verbesserung des
Warmekontaktes mit der zu messenden Oberflache, z.B. Warmeleitpasten auf
der Basis von Silikonfetten, eingesetzt werden miissen. In aller Regel
ergeben sich unndétig groBe Wandlergeh#use, die eine groBe Warmekapazitat

besitzen und somit nur trige den Temperaturidnderungen des Messobjektes

folgen.

Einzige Ausnahme sind Foliensensoren, die einen diinnen und biegsamen
Sensordraht in sich aufnehmen und zur unmittelbaren Befestigung an
Oberflachen geeignet sind. Eine solche Bauform ist jedoch nicht fir

dickere oder kristalline Wandlerelemente geeignet.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Temperatur-Anlegesensor
zu schaffen, dessen Konstruktion eine kleine Ausfiihrung und
kostenglinstige Herstellung und die direkte Anwendung ohne zus&tzliche

Hilfsmittel, wie Warmeleitpasten, erméglicht.

Diese Aufgabe wird mit den im Schutzanspruch 1 aufgefihrten Merkmalen

" gelést. Weitere Ausgestaltungen sind in den ibrigen Patentanspriichen

gegeben.
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Ein Ausfihrungsbeispiel wird anhand der Figur 1 erlautert.
Auf einer Grundplatte (2), die aus Leiterplattenmaterial gefertigt wird,
sind das Temperatur-Sensorbauelement (5) und ein Steckverbinder (1)
aufgeldtet und lber Leiterziige elektrisch miteinander verbunden. Als
duBerer Ring (3) wird auf die so vorbereitete Grundplatte ein
dickfliissiger Silikonkautschuk gleichmiBig aus einer Dise aufgetragen.
Nach dem Ausharten wird in dessen Innenflidche ein selbstnivellierender
dinnflissiger Silikonkautschuk aufgebracht, der das Sensorbauelement
vollstandig einschlieBt (4).
Auch nach dem Aushdrten der beiden Silikone unterscheidet sich die Harte
der Innenflache von der des &uBeren Ringes. Die weiche Innenfliche passt
sich gut an die Oberfldche des Messobjektes an und sorgt fiir einen
besonders guten Kontakt in der N&he des Sensorbauelementes. Der hartere
AuBenring sorgt filir mechanische Stabilitat.
Auf diese Welse entsteht auf der Vorderseite eine weiche, anschmiegsame
und gut widrmeleitende Fl&ache, die keine weiteren Hilfsmittel zur guten
Warmelbertragung benotigt. Gleichzeitig sorgt die Grundplatte fiir
mechanische Stabilitat und Warmeisolation zur Rilckseite hin. Wegen der
méglichen sehr kleinen Ausfihrungsform ist auch die Warmekapazitit des
Sensors &dullerst gering, was zu den gewiinschten kurzen Reaktionszeiten
nach Temperaturdnderungen fihrt.
Die Konstruktion ist im Zusammenhang mit der beschriebenen Technologie
mit sehr geringem Aufwand und hohem Automatisierungsgrad auch bei
kleinen Stickzahlen zu realisieren: Zun#chst erméglicht die Grundplatte
im Zusammenhang mit miniaturisierten oberfliachenmontierbaren
Wandlerbauelementen eine kostengilinstige Herstellung und Bestiickung im
Nutzen nach weitverbreiteten Technqlogien der allgemeinen Elektronik.
Weiter erfolgt das Auftragen des Silikonkautschuks mittels einer
numerisch gesteuerten 3-Achsen-Maschine und eines automatischen
Dispensers ebenfalls im Nutzen. Zum SchluB werden die einzelnen Sensoren

voneinander getrennt.

Fig. 2 zeigt das Applikationsbeispiel eines solchen Sensors (11), der
mit Hilfe eines Textilklebebandes (12) so an einer Rohrleitung (13)
befestigt ist, dass die Silikonoberfliche des Sensors an die

Rohroberfldche gepresst wird und die Zuleitung (14) entlang des Rohres

verlauft.
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1. Temperatur—-Anlegesensor fiir die elektrische Messung von
Oberflachentemperaturen, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein
thermoelektrisches Wandlerelement in einem gegossenen elastischen
Silikonkautschukblock eingebettet ist, der gleichzeitig dessen
warmeleitende Kontaktfliche bildet.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich auf der
zur Kontaktfldche gegeniiber liegenden Seite des
Silikonkautschukblocks, eingebettet oder auBenliegend, eine
Tragerplatte befindet, die den Sensor mechanisch stabilisiert und als

zusdtzliche Warmeisolation nach auBen dient.

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
Silikonkautschukblock aus einer duBeren harteren und einer inneren

weicheren Komponente besteht.

4. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Tragerplatte elektrische Leiterbahnen enthi#lt, die sowohl zur
Befestigung des thermoelektrischen Wandlerelements, wie auch zu

dessen elektrischer Verbindung mit der Zuleitung des Sensors dient.
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Fig. 1
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